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【研究の背景・目的】 

セラミックス基複合材料(CMC)は、高靭性・高耐熱性を示

すことから、高温環境下での信頼性を求められる航空宇宙

分野への適用が期待されています。CMC を使った部材は、要

求される寸法精度を満たすために研削や切削などの後加工

が行われますが、加工によって生じるクラックが致命的な

破壊に繋がる可能性があります(図 1)。 

CMC 部材を量産して使用するためには、材料の信頼性を損

なうことなく加工時間を短縮することが課題になります。

本研究では、CMC の中でも特に耐熱性に優れた SiC/SiC※の

加工性向上に寄与する加工条件・表面処理を検討しました。 

※炭化ケイ素（SiC）母材と SiC 繊維から成る CMC 

 

【研究の内容】 
 まず、SiC/SiC に対する研削加工やマシニング加工の加 

工性向上を目的として、工具の種類や切込量などの加工条 

件を変えて実験を行い、加工抵抗や表面の仕上がりを評価 

しました(図 2)。次に、加工後の材料強度を評価し(図 3)、 

加工による材料への影響を調べ材料の信頼性維持と加工 

時間短縮を実現する加工条件を検討しました。 

さらに、SiC/SiC 表面を加工に適した層に改質すること 

 を目的として、表面に赤外線パルスレーザーを照射し、照 

射後に形成される変質層の厚さや構造を評価しました。ま 

た、赤外線パルスレーザーを照射した SiC/SiC の加工抵抗 

を評価することで、加工性向上に対する赤外線パルスレー 

ザーの有効性を調べました。 

 

【研究の成果】 

SiC/SiC のマシニング加工に対して最適化された条件による

加工と赤外線パルスレーザーによる表面処理を併用した結果、

材料の信頼性を損なうことなく従来の加工回数を約3割短縮で

きることがわかりました。加工回数の短縮は、SiC/SiC の製造

コスト削減に繋がります。 

 
 
【企業への展開（今後の展開）】 

セラミックスなどの難加工材料の加工を行う企業に対して本研究成果の普及を図っていきます。

さらに、赤外線パルスレーザーを使った表面改質技術を基にして県内の加工業者と共同で新たな加

工方法開発を目指します。 
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図１ CMC の研削加工 

図２ 加工抵抗評価の様子 
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